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The invention relates to a device for treating the

surfaces of silicon wafers,

conprising transport
rollers for transporting the silicon wafer,

and at
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(57) Abstract: The invention relates to a device for treating the surfaces of silicon wafers, comprising transport rollers for trans-
porting the silicon wafer, and at least one conveyor device which wets the surface of the silicon wafer with an aqueous medium on
a transport plane which is determined by the transport rollers. The conveyor device is configured such that it can apply the process
medium to the surface of the silicon wafer, which is oriented in a downward manner and which is arranged on the transport plane.
Several suction pipes for suctioning gaseous and/or mist-like distributed process mediums from the area surrounding the conveyor
device are provided. The suction pipes are arranged in the vertical direction below the transport plane.
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(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung zur Oberflichenbehandlung von Silizium-Wafern weist Transportwalzen zum Transport
des Silizium-Wafers auf und zumindest eine Férdereinrichtung, die fiir eine Benetzung einer Oberflidche des Silizium-Wafers mit
einem fliissigen Prozessmedium in einer von den Transportwalzen bestimmten Transportebene vorgesehen ist, wobei die Forderein-
richtung fiir eine Aufbringung des Prozessmediums auf eine in der Transportebene angeordnete, nach unten gewandte Oberfldche
des Silizium-Wafers ausgebildet ist. Es sind mehrere Absaugrohre zur Absaugung von gasférmig und/oder nebelartig verteiltem
Prozessmedium aus der Umgebung der Fordereinrichtung vorgesehen, wobei die Absaugrohre in vertikaler Richtung unterhalb der
Transportebene angeordnet sind.



